CTDBL1 (Clock & Trigger Distribution Board, Rev. 1)
Hinweise fir den LP-Entwurf

M echanik

Abmessungen: 233,3 mm x 160 mm (wie 6u standard \KdEe)

Kartendicke: 1.6 .. 2 mm

Die Befestigungsbohrungen isoliert (nicht auf GND).

Die Backplane-seitigen Steckverbinder sind beddtziert. Die Y-Werte sind kritisch, da passend zu
Backplane.

Die Backplane-seitigen Steckverbinder (top sidedl &inpress-Stv..

Die Front-seitigen sollten etwa 5 mm Uber das Bdémdusragen.

Der Abstand zw. Innenkante der Frontplatte unddmiBoardrand betragt 2,5 mm.

Die Frontplatte ist 2.5 mm dick. Wegen der Anzadl BJ45-Kanale (15) entspricht die Frontseite
nicht dem Ublichen Standard bzgl. der Befestiguagsingen fir die Frontplatte. Deshalb gibt es oben
und unten extra Montageflachen 10 x 5 mm inkl. Befeingsbohrungen. Im Bereich der oberen und
unteren Boardkante sollte in diesen Flachen keipf&usein, um ein nachtragliches Entfernen dieser
Flachen zu ermdglichen.

Die frontseitigen RJ45 Steckverbinder sind so patzdass sie sich jeweils die Bohrungen fur die
zwei Gehause(Abschirmungs)-Pins teilen (mit DRQ. off

Platzierung und Routing

Kritisch ist die Anordnung der Backplane-seitiggackverbinder J1..J5 (bereits platziert) sowie
frontseitig J8,J9 und J14 (bereits platziert) . Bieleren Parts sind nur in etwa platziert und kinne
verschoben werden.

Fir den oberen frontseitigen RJ45-Kanéal gibt esiteeine Vorplatzierung. Diese sollte optimiertiun
fur die restlichen 14 Kanédle tbernommen werden.

LP1 mit V129..V131:

rotieren, mit einem Winkel von 45° entgegen dennZdigersinn, so dass die LEDs von oben (Crate)
sichtbar sind. Die obere Ecke von LP1 sollte etward von der oberen Boardkante entfernt sein.
Netze DTB_P24V und DTB_GND:

im Bereich der Steckverbinder J2, J3 kénnen bi3(rA fliessen.

Dieser Strom teilt sich auf in 15 x 2 A Portiongord RJ45-Kanal.

Man kénnte in einer Ebene eine Kammstruktur (zvegjegniiberliegende, verzahnte Kamme) erzeugen,
mit den Potentialen DTB_GND und DTB_P24V. Im Behei2, J3 misste dann eine Stromaufteilung
Uber mehrere Layers erfolgen.

DC/DC Converter U3:

die Netze SW* sollten mdéglichst kurz sein aus diokeupfer bestehen.

Die Netze FB* sollten von SW* durch eine GND-Ebgatrennt sein, um Ubersprechen zu
verhindern. Unter U3 GND-Kupfer, umlaufend um U3iu@s mit Vias alle GND-Ebenen verbinden.

L agenaufbau
Je nach Bedarf, vermutlich genligen 8 Lagen .



Impedanzen

Signal Impedanz Technologie Bemerkung

DTB CLK P/N 100 Ohm beliebig Méglichst kurz

DTB PPS P/N 100 Ohm beliebig Méglichst kurz

BP_CLK_P/N 100 Ohm Edge coupled offset | Gleiche Lange (+/- 5

BP_PPS_P/N stripline mm)

CLK_P/N 100 Ohm Edge coupled offset | Gleiche Lange (+/- 5

PPS_BUSY_P/N stripline mm)

SPI MISO P/N 100 Ohm beliebig Moglichst kurz

SPI MOSI_P/N 100 Ohm beliebig

SP| SCLK_P/N 100 Ohm beliebig

SPlI SYNC_P/N 100 Ohm beliebig

L2 TRG_P/N 100 Ohm beliebig

L2_TRIG_P/N 100 Ohm beliebig

L1 TRIG(1..15) 50 Ohm Symmetric stripline Gleiche Lange (+/- 5

L1_BUSY mm)

BP_INTn 50 Ohm beliebig Maoglichst kurz

BP_ADDR(0..4) beliebig beliebig

BP_MISO_P/N 100 Ohm beliebig

BP_MOSI_P/N 100 Ohm beliebig

BP_SCLK_P/N 100 Ohm beliebig

BP_SYNC_P/N 100 Ohm beliebig

TIB_BUSY_P/N 100 Ohm beliebig

TIB_CAMERA_T1_P/N 100 Ohm beliebig

TIB_CAMERA_T2_P/N 100 Ohm beliebig

TIB_CLK_P/N 100 Ohm Gleiche Lange (+/- 5

TIB_PPS P/N Edge coupled offset stripline mm)

TIB_EVENT_T_P/N 100 Ohm beliebig

TIB_SPARE1_P/N 100 Ohm beliebig

TIB_SPARE2_P/N 100 Ohm beliebig

TRIG_IN_P(1..15)/N(1..15) 100 Ohm Edge coupledetffs | Gleiche Lange (+/- 5
stripline mm)

TRIG_OUT_P(1..15)/N(1..15) 100 Ohm Edge coupledaff | Gleiche Lange (+/-5

stripline

mm)

BP_ P24V Dicker Leiterzug Power

P24V_FUSED Dicker Leiterzug Power

P24V Dicker Leiterzug Power

OouUT2 Lokale Kupferflache Bei U3

P3V3 Eine Lage Power Ebene

P2V5 Lokale Kupferflache Oder Power Ebene

P1Vv2 Lokale Kupferflache

DTB_P24V Lokale Kupferflache | Nahe J2 max. 30A!
Uber 3..n Lagen

DTB_GND Lokale Kupferflache | Nahe J3 max. 30A !

Uber 3..n Lagen







